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【57】申請專利範圍
1.　一種預浸體，其包括：芯材，其由奈米纖維構成，該奈米纖維具有 10至 100nm範圍的
厚度；及，第一絕緣層和第二絕緣層，該等絕緣層分別被配置於前述芯材的彼此相對的

第一面和第二面上，前述奈米纖維包括內部設置空洞的中空纖維，前述空洞被空氣所填

充。

2.　如請求項 1所述之預浸體，其中，前述芯材包括聚芳醯胺類的有機材料、尼龍、氧化矽
類的無機材料、或氧化鈦類的無機材料。

3.　如請求項 1或請求項 2所述之預浸體，其中，前述第一絕緣層及/或前述第二絕緣層的一
部分，浸潤至前述芯材中。

4.　如請求項 1所述之預浸體，其中，前述第一絕緣層和前述第二絕緣層，具有彼此相異的
厚度。

5.　一種印刷電路基板，其包括：如請求項 1至請求項 4中任一項所述之預浸體；及，基
材，其被配置於前述第一絕緣層和前述第二絕緣層之中的至少一者上。

6.　如請求項 5所述之印刷電路基板，其中，前述基材是銅箔層。
7.　一種預浸體的製造方法，其包括下述步驟：製備第一絕緣層的步驟，該第一絕緣層於第
一面具備銅箔層；形成芯材的步驟，該芯材是在與前述第一面相對之前述第一絕緣層的

第二面上，以藉由電紡絲方式紡絲而成的奈米纖維所構成；及，在前述芯材上形成第二

絕緣層的步驟，前述奈米纖維包括內部設置空洞的中空纖維，前述空洞被空氣所填充。

8.　如請求項 7所述之預浸體的製造方法，其中，將前述奈米纖維形成為具有 10至 100nm
範圍的厚度。

9.　如請求項 7或請求項 8所述之預浸體的製造方法，其中，前述芯材包括聚芳醯胺類的有
機材料、尼龍、氧化矽類的無機材料、或氧化鈦類的無機材料。

10.   如請求項 7所述之預浸體的製造方法，其中，藉由在前述芯材上形成第二絕緣層，而將
前述第二絕緣層的一部分浸潤至前述芯材中。

11.   如請求項 7所述之預浸體的製造方法，其中，將前述第二絕緣層形成為具有與前述第一
絕緣層相異的厚度。
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12.   一種印刷電路基板的製造方法，其包括下述步驟：藉由如請求項 7至請求項 11中任一項
所述之製造方法來製造預浸體的步驟；及，於前述第一絕緣層和前述第二絕緣層之中的

至少一者上形成基材的步驟。

13.   如請求項 12所述之印刷電路基板之製造方法，其中，前述基材是銅箔層。
圖式簡單說明

第 1圖是為了說明關於本發明的一實施例之印刷電路基板的剖面圖。
第 2圖是為了說明關於本發明的一實施例之印刷電路基板的製造方法的顯示一步驟的剖

面圖。

第 3圖是顯示第 2圖的步驟的下一步驟的剖面圖。
第 4圖是顯示第 3圖的步驟的下一步驟的剖面圖。
第 5圖是顯示第 4圖的步驟的下一步驟的剖面圖。
第 6圖是針對芯材的奈米纖維的平面投射電子顯微鏡照片，該芯材應用於關於本發明一

實施例的印刷電路基板。
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